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一、功能说明 

IO-Link OEM 模块测试底板用于处理传感器数据、IO 转接、串口数据转发，通过排针排

母 IO-Link OEM 模块连接，通过 M12 接口与 IO-Link 主站相连，并提供 24V 的电源输入。 
 

二、外观 

配合 IO-Link OEM 模块测试的测试底板，如下图所示。本手册测试用例是基于下图所示

测试底板进行的各种工作模式调试运行。LED1-LED16 驱动管脚分别直接连接到 OEM 模块 IO

管脚，RST1 为 OEM 模块复位按键，RST2 为底板单片机复位按键。引出 16 组排针作为 OEM

模块 IO 管脚输入模式下连接高低电平切换。 

 

图 1 测试底板图 

 

三、供电电源 

底板中的 IO-Link 接口提供 24V，24V 经过 TPS54331 降压电路，降压至 5V；可供 5V 供

电的传感器使用；并通过 AMS1117_3V3 降压到 3.3V，可供 3.3V 供电的传感器、单片机、IO

等使用。IO-Link OEM 模块中所需的 24V 和 3.3V 供电，均由底板提供。 



 

 

配套的测试底板提供以下转换电路，供设计参考（24V 转 5V 和 3.3V）。 

 

图 2 24V 转 5V 电源电路 

 

图 3 5V 转 3.3V 电源电路 

 

四、底板硬件接口 

编号 名称 说明 

J1 VIN 供电电源 24V 

J1 留空  

J1 GND 供电电源 0V 

J1 I/Q IO-Link 数据收发 

JP1-JP16 + 电源 3.3V 

JP1-JP16 IO1-IO16 IO 信号 1-IO 信号 16 

JP1-JP16 - 电源 0V 

J2 1 电源 5V 



 

 

J2 3 电源 3.3V 

J2 2/4 电源 0V 

JP17 V3.3 电源 3.3V 

JP17 SWDAT 
SWD 接口 

JP17 SWCLK 

JP17 GND 电源 0V 

JP17 RST 复位 

RST1 RST IO-Link OEM 模块复位按键 

RST2 RST 测试底板复位按键 

JP18 DHT11 温湿度传感器 

USB USB-5P 数据收发调试串口 

 
五、测试硬件连接 

1、IO-Link 核心模块与测试底板的连接：通过 IO-Link OEM 模块的排针和测试底板的排

母进行连接，需注意正反方向，标记是模块中的“--->”与底板的“--->”位置相同。 

2、测试底板的 M12 接口连接到 IO-Link 主站：对 IO-Link 主站没有要求，本测试文档是

基于 TMG IO-Link Device Tool V5.1 – TS 进行（IO-Link Master 转 USB）。 

3、底板 USB 接口通过 USB 数据线连接到需要进行串口调试的电脑。 

 

六、测试案例 

IO-Link OEM 模块支持 3 种基本模式和 1 种扩展模式，基本模式实现将模块的 IO 管脚配

置为数字输入信号监测和数字输出控制功能，用户可以直接将模块 IO 管脚作为 IO-Link 传感

器数字信号电平输入传输到主站系统或 IO-Link 执行器的输出控制信号，不需要额外单片机



 

 

进行程序处理。 

 

1. 模式 0：8DI8DO 

1.1 导入 IODD 文件 

硬件连接完成后，打开 TS 软件，新建一个工程，拖入主站模块（TMG USB IO-Link Master）

到项目拓扑中，如下图所示。 

 

图 4 测试工具创建工程 

通过软件菜单 Options 导入“模式 0”的 IODD 文件（Hongke-TestMode0-20210119-

IODD1.1.xml），并将其添加到本项目拓扑中。 

成功导入“模式 0”的 IODD 文件后，我们切换到设备具体参数界面，便可以查看当前 IODD

文件所描述的设备“通用信息”、“过程数据”和“设备参数”，如下图所示。 



 

 

 

 

 



 

 

图 5 模块“通用信息”、“过程数据”和“设备参数”界面 

1.2 配置模块运行模式 

成功导入“模式 0”的 IODD 文件，测试工具可以直接点击连接握手，检测从站模块设备。

成功连接设备后，测试工具切换到设备参数 parameter 界面，可以将当前设备参数上载回上

位机软件查看，此时查看模块运行模式是否为“模式 0”，如果不是则需要手动将模块运行模式

配置为模式 0。如下图所示。 

 

图 6 工作模式切换 

模式配置成功后，本模块将自动重新与主站连接握手。 

1.3 测试运行状态 

模块运行于“模式 0”时，管脚 IO1-IO8 作为输入，管脚 IO9-IO16 作为输出。在测试工具

软件上，切换到过程数据界面。如下图所示。 



 

 

 

图 7 模式 0 过程数据界面 

此时在测试板上，如果将 3.3V 或 0V 电平接入到 IO1-IO8 管脚，便可以在测试工具软件

界面上实时监测到输入的电平状态（3.3V 高电平为 true，低电平为 false）。通过测试工具将

过程参数（输出）1-8 设置为 true，则模块 IO9-IO16 对应管脚将输出 3.3V 高电平，驱动点亮

led。 

下图所示，将输入口 IO1 连接到高电平，主站获得输入状态。测试工具模拟主站配置输

出口 IO9/IO10/IO11 输出高电平点亮 LED。 

 

图 8 工作模式 0 



 

 

2. 模式 1：16DI 

2.1 导入 IODD 文件并配置模块运行模式 

参考 1.1 和 1.2 操作步骤，测试工具导入模式 1 对应的 IODD 文件（Hongke-TestMode1-

20210119-IODD1.1.xml），连接设备握手成功后，测试工具切换到设备参数 parameter 界面，

可以将当前设备参数上载回上位机软件查看，此时我们查看模块运行模式是否为“模式 1”，如

果不是则需要手动将模块运行模式配置为模式 1。如下图所示。 

 

图 9 切换工作模式为模式 1 

2.1 测试运行状态 

模块运行于“模式 1”时，所有管脚 IO1-IO16 作为输入。在测试工具软件切换到过程数据

界面，此时在测试板上，如果将 3.3V 或 0V 电平接入到 IO1-IO16 管脚，便可以在测试工具软

件界面上实时监测到输入的电平状态（3.3V 高电平为 true，低电平为 false）。如下图所示。 



 

 

 

图 10 工作模式 1 

 

工作模式 1 将 OEM 模块 16 个 IO 全部配置为输入模式，我们将其 IO2/IO15/IO16 连接

到 3.3V 高电平，则可以在测试工具的过程数据界面看到模块传输到主站的管脚状态。如下图

所示。 

 

图 11 模式 1 过程数据界面 

3. 模式 2：16DO 

3.1 导入 IODD 文件并配置模块运行模式 



 

 

参考 1.1 和 1.2 操作步骤，测试工具导入模式 2 对应的 IODD 文件（Hongke-TestMode2-

20210119-IODD1.1.xml），连接设备握手成功后，测试工具切换到设备参数 parameter 界面，

可以将当前设备参数上载回上位机软件查看，此时我们查看模块运行模式是否为“模式 2”，如

果不是则需要手动将模块运行模式配置为模式 2。如下图所示。 

 

3.2 测试运行状态 

模块运行于“模式 2”时，所有管脚 IO1-IO16 作为输出。在测试工具软件切换到过程数据

界面，将过程参数（输出）设置位 true，则在模块中对应的 IO 管脚，将会输出 3.3V 高电平，

驱动点亮 LED。 

工作模式 2 将 OEM 模块所有管脚全部配置为输出模式，我们在测试工具的过程数据界

面，手动修改主站下发数据，将 IO1/IO2/IO16 配置为 true，则可以看到测试底板

LED1/LED2/LED16 被点亮。如下图所示。 

 

图 12 模式 2 过程数据界面 



 

 

 

图 13 工作模式 2  

4. 模式 3：扩展模式 

在除了上述 3 种基本模式的其他场景下，用户需要开发的 IO-Link 设备与主站之间所传

递的实时参数具有一定的复杂度，或者需要传递数量较多数字量，则可以使用该扩展模式。 

在该模式下，OEM 模块分别开辟了两个 10 字节（80bit）的数据空间作为输入和输出的

过程数据存储区和 128 字节的用户自定义设备参数空间。用户可以通过外接单片机，基于本

模块串行口对上述存储空间进行读写操作，模块会实时将各个内存空间的数据与主站通信。 

使用扩展模式，用户需要在主站中先将模块运行模式配置为工作模式 3。 

该模式测试用的 IODD 文件为 Hongke-TestMode2-20210119-IODD1.1.xml。 

单片机与本模块数据交互的通信协议参考《IO-Link OEM 模块使用说明 V2.0-202305.pdf》

中的第六部分，即模块南向通信协议设计。 

本测试文档是基于 SSCOM 串口调试器进行，波特率固定为 115200。 
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